
Fori di rame piastra minima .025 AVG,. 020 min.. I fori non possono essere collegati
• requisito speciale: ENIG, spessore oro duro: 4UM, impedenza: Tol: +/-7%, la deviazione
dell'impedenza nello stesso strato non deve superare +/-2ohm, trapano posteriore, ruotato di 7
gradi.

Imballi con la pellicola trasparente incolore della bolla, 25 pc/sacchetto, disseccante messo nel
fianco, metta la scheda dell'indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura del layer





HDI PCB stampato circuito di bordo, Porcellana PCB fabbricazione

https://www.o-leading.com/it/news/How-much-do-you-know-about-the-knowledge-of-the-Printed-Circuit-Board-PCB-Plating.html

